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Abstract (en)
The material has an array of conductor metal and non-magnetized magnetic entities, where the entities are magnetized with an average orientation
defined by a direction of a magnetic field applied on the material for blowing an electrical arc between electrical contact studs. Each electrical
contact stud has an upper layer that comprises material such as silver or copper, or stable refractory compound. The magnetic entities are rare earth
based hard magnetic compounds such as nanostructured alloy of neodymium/praseodymium, iron and boron. An independent claim is also included
for a method for fabricating an electrical contact stud.

Abstract (fr)
La présente invention concerne l'utilisation d'un matériau comportant une matrice en métal conducteur et des entités magnétiques représentant
entre 8 et 80% en poids du matériau et comprenant des phases magnétiques dures, lesdites entités magnétiques étant non aimantées et
susceptibles d'être rendues aimantées avec une orientation moyenne, définie par la direction d'un champ magnétique appliqué sur ledit matériau,
pour souffler un arc électrique entre deux plots de contacts électriques dont l'un au moins comprend ledit matériau.
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